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OrCAD CAPTURE

(Librerias de simbolos)

OrCAD EXPRESS
(Verificacion, Simulacién
digital, Diseiio con PLD's,
CPLD's y FPGA's).

Visual CADD o SmartRoute
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Creacion de nuevo proyecto

Configuracién del programa

¢ Disefio jerarquico?

¢Hay nuevos
componentes?

Incluir bloques jera
en la pagina principal

ar las inas
asociadas apcé:gda bloque

¢ Ultima pagina
del proyecto?
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Hierarchical pin
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RESUNMEN DE TAREAS PARA LA CAPTURA DE
ESQUENMATICOS

1°.- Arrancar el programa OrCAD Capture e iniciar un nuevo proyecto, teniendo en cuenta el tipo de disefo.
G FILE=NEW=PROJECT.

3°.- Configurar algunos parametros (tamafo de la lamina, colores, cajetin, librerias activas, macros, etc.) para
personalizar el programa segun nuestras preferencias y necesidades.

Y OPTIONS=PREFERENCES, DESIGN TEMPLATE...
4°.- Colocar en la pagina del esquema los componentes del circuito procedentes de las librerias.
W PLACE=PART.

5°.- Interconexionar los componentes anteriores mediante hilos, buses, etiquetas, terminales y demas elementos
de conexion. Posicionado final de los mismos.

YWPLACE=WIRE, BUS...
6°.- Dibujar los objetos graficos, si los hay.
Y PLACE=LINE, POLYLINE...
7°.- Editar el cajetin.
8°.- Numerar automaticamente las referencias de los componentes.
L TOOLS=ANNOTATE.
9°.- Editar otras propiedades de los componentes (valor, encapsulado, etc.).
Y EDIT=PROPERTIES.
10°.- Procesar el diseno:
Chequeo de reglas eléctricas para detectar posibles errores.
% TOOLS=DESIGN RULES CHECK.
Lista de materiales.
L TOOLS=BILL OF MATERIALS.
Referencias cruzadas.
L TOOLS=CROSS REFERENCE.
11°.- Salvar e imprimir los planos e informes del disefo.
G FILE=PRINT.
12°.- En su caso, preparacion del diseno para utilizarlo en OrCAD Layout.
Y TOOLS=NETLIST.
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CREACION DE UN CAJETIN PERSONALIZADO
| |
\__
\
Dibujado <Nombre> Firma IEFPS
Comprobado Someret ATEGORRI-TARTANGA
Fecha <dd/mm/aa> GBLHI
Escala Grupo: <N° grupo>
<escala> <Titulo> Plano ne: o
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RESUMEN DE TAREAS PARA LA CREACION DE
UM COMPONENTE

1°.- Entrar en el editor.
Y FILE=OPEN=LIBRARY.
2°.- Configurar y personalizar el programa.
& OPTIONS=PREFERENCES...
3°.- Asignar nombre, referencia, encapsulado, alias, etc., al nuevo componente.
& DESIGN=NEW PART
4°.- Dibujar el cuerpo del componente usando los iconos graficos.
& PLACE=LINE, ARC, etc.
5°.- Colocar los pines del componente.
Y PLACE=PIN
6°.- Asignar las propiedades de identificacion del componente.
Y OPTIONS=PART PROPERTIES™...
7°.- Salvar el componente en la libreria.
“ FILE=SAVE.
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ar nueva placa

¢Placa
predefinida

Elegir un fichero de Elegir un fichero dg
ecnologia (*.TCH placa (*.TPL)

¢Hay errores?

¢Hay nuevos
componentes?

Fotolitos y
ficheros Gerber
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Uszer Preferences

Display Preferences Copper Pour Preferences

[ Enable Full Screen Cursor W Enable Copper Pour
¥ Enable AutoPan

[ Use Opaque Graphics [ Use Fast Fill Mode
[~ Use Hollow Pads v Use Pours for Connectivity

v Show 3D Effects

Global Preferences Miscellaneous Preferences

¥ Activate Online DRC Iv Show Tooltips

[ Instantaneous Reconnection Mode M setenils Gl Sty

[ Allow Editing of Footprints Minimum Track YWidth to Display: 0.

Save User Preferences |

Ok Help Cancel
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TALADROS DE FIJACION DE LA PLACA
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FABRICACION DE CIRCUITOS IMPRESOS

La fabricacion de circuitos impresos se realiza, a nivel de prototipos y de
pequenas series, por distintos procedimientos:

Mediante fotograbado y ataque quimico I

Mediante microfresado I
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Proceso de fabricacion:
%, Generacion de los fotolitos.

% Insolado de la placa virgen.

% Revelado.

& Atacado.

& Taladrado y montaje de componentes.




GENERACION DE LOS FOTOLITOS

Los fotolitos son proporcionados por el programa OrCAD LAYOUT.

Actuan como mascaras fotograficas con el objeto de grabar el mapa
de pistas sobre la placa de cobre virgen.

Mesa de luz I
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INSOLADO DE LA PCB

— Lampara UV L

.l" et | \ Luz actinica

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ /Méscaraatransferir

j '_ (Informaciéon geométrica)

Capa de material fotosensible

Base
(Baquelita, fibra de vidrio, etc.)

Debilita las zonas donde se
requiere eliminar el cobre
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REVELADO DE LA PC

\ SOSA CAUSTICA+AGUA (Na0H+H20)_//

Se elimina la pelicula fotosensible que previamente
ha sido debilitada en el insolado.
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ATACADO DE LA PCB

— SOLUCION ACIDA ——
I |

\/

Pistas de cobre Se elimina el cobre no protegido

// \ por la pelicula fotosensible
— \
\

Base

—
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TALADRADO Y MONTAJE DE LA PCB

Taladramos la placa,
insertamos los componentes y
los soldamos.

A R
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CUENCIA DE TRABAJO

La secuencia de trabajo para una tarjeta de doble cara sera:

& Fresado (milling) de la cara de soldadura.

& Taladrado (drilling) de la cara de soldadura.

& Dar la vuelta a la placa virgen (giro de 180° sobre el eje de simetria).
& Fresado de la cara de componentes (serigrafia si fuera de una cara).
% Fesado del contorno (cutting).
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RESULTADOS FINALES DE AMBOS METODOS
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PCB

Sabemos que una placa de circuito impreso o PCB (Printed Circuit
Board) es un soporte fisico para componentes electronicos que
permite, ademas, su interconexion eléctrica. Dicho soporte esta
realizado a partir de una plancha de material aislante que lleva
adherida, en una o en sus dos caras, una fina pelicula de cobre.
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T1POS DE PCB

Leaded Components

Componentes (THD o SMD)
en cara top y pistas en

N L bottom.
I
Componentes THD en cara
top, SMD en top/bottom y
pistas en top y bottom.
I

Capas internas y planos de
alimentacion y masa.
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Se utilizan como sistemas de cableado para establecer
conexiones eléctricas entre partes de un equipo electronico.
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UNIDADES

ExacT MEASUREMENT
IsNcnEs MILS MILIIMETER

27 200mils 5.08mm

A7 [ 00mils 2.54mm

05" F0milz 1.2 7mm
390 3mils L.O0mm
31.5mils 0.2mm
25.6mil 0.65mm
25,0l 0.636mm
19, Tmils 0.5mm
5. Tmils 0.4mm
[1.8mil= 0.3mm

MM &

INEH

”W”Hl! Inlilll

"\'a\lwl

'II"|"|||"|W||”
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Hay que tener cuidado en

las conversiones y ajustarse

a las medidas reales.

Por ejemplo, no se debe dar
por bueno decir que 25 mils
equivalen a 0,6 mm. o que
~_ 0,5 mm corresponden a 20
mils.
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$QUE SON LAS VIAS?

Son taladros metalizados cuya mision es unir pistas situadas en
distintas capas.

Se emplean en las tarjetas de dos o0 mas caras y nunca deben ser
utilizadas para la insercion de los terminales de componentes.

Surface
mount pad

. Internal

routing
layer
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TIPOS DE VIAS

Dependiendo de la complejidad del diseno, las tarjetas multicapa incorporan
los siguientes tipos de vias:

B Via pasante (Through-hole via).
Conecta las dos capas externas entre si y, Buried Via Hold [BW] Elind via Hold [B\]
a veces, con algunas internas.

I Via enterrada (Buried via).
Conecta capas internas.

I Via ciega (Blind via).
Conecta una capa externa —top o bottom—

. 7 Buildu
. p l=er
con alguna(s) interna(s) isted Trrouor Mioro w Hold (W]

B Microvia (Micro via).
Se realiza mediante tecnologia laser.
Puede llegar a conectar varias capas y
facilita altisimos niveles de integracion.
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$QUE SON LOS NODOS TERMICOS?

Los nodos térmicos (Thermal reliefs) se emplean en las PCB
multicapa para establecer el contacto entre las conexiones de positivo
y negativo de cualquier capa con los planos de alimentacion y masa
respectivamente.También se usan en las zonas de relleno de cobre.

Surface
mount pad . . . . .
P Conexion de alivio térmico

(Nodo térmico)

Plano de masa
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PUNTA DE
PRUEBA

AREA DE
" PRUEBA

La densidad a la que se ha llegado obliga a tomar muchas
precauciones en la comprobacion de circuitos montados con
SMD. Una de ellas consiste en crear dreas de pruelba especificas
(test point) en el circuito impreso para no acercar excesivamente
las sondas a los componentes
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TEST POINT

Ideal

- SOLDADURA

Aceptable (por ola) Critico (por Ola)
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$QUE ES LA DIAFONIA?

Diafonia

Efecto de acoplamiento y perturbacion entre dos senales que se
solapan o acoplan debido a la cercania de las pistas por donde
transcurre la senal. Puede ser:

Capacitiva, cuando se da un incremento excesivo de la capacidad entre

pistas y produce un acoplamiento de tensiones originando un pico de
corriente transitoria.

Inductiva, como consecuencia del acoplamiento magnético entre bucles
de corriente que origina un pico de tension transitoria.

Se evita:

B Con pistas de anchura >0,5 mm.

Usando PCBs de fibra de vidrio de baja cte. dieléctrica.
Separando las pistas de reloj de las de senal de control.

Reduciendo la longitud comun entre pistas paralelas y aumentando su
separacion.

B Separando las pistas digitales de las analdgicas.
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®ext = 3 mm.

®int = 1,5 mm.




SMEMA (Surface Mount Equipment Manufacturer Association) estandar

Clearance Clearance

Minimum Preferred
PC-2221-56

Figure 5-6 Fiducial clearance requirements




MARCAS FIDUCIALES (II)

Distintos tipos
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